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Н о в ы е  в и д е о п р о ц е с с о р ы  о т  А  д о  Я

Человек всегда с надеждой смотрит в будущее. Каково будущее графи-
ческой индустрии? В этой статье мы рассмотрим возможности графи-
ческих чипов от ATI, NVIDIA, S3Graphics и PowerVR, еще не анонсиро-
ванных на данный момент, но уже успевших засветиться в прессе,
драйверах, играх.

óÚÓ
Ì‡Ï „ÓÚÓ‚ËÚ? 
·Û‰Û˘ÂÂ ·Û‰Û˘ÂÂ 
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Г
рафические чипы можно разделить на четыре категории:

профессиональные, обычные (desktop чипы), мобильные и

интегрированные. Наибольший интерес для общественнос-

ти представляет вторая категория, поэтому предлагаю на-

чать именно с нее. Итак, планы крупнейших корпораций по выпуску

чипов для домашних компьютеров класса desktop.

èÎ‡Ì˚ NVIDIA
В последнее время NVIDIA висит на волоске от того, чтобы стать мо-

нополистом на графическом рынке. В третьем квартале 2001 года

чипы NVIDIA были установлены на 66% проданных видеокарт для

ПК. Однако в следующем году в конкурентную борьбу с NVIDIA

вступят по крайней мере три компании — ATI, S3Graphics совместно

с VIA и STMicroelectronics совместно с PowerVR. Что же противопос-

тавит этим компаниям NVIDIA?

NV17

Ситуация с NV17 до конца не ясна. Можно точно сказать, что это бу-

дет урезанная версия либо GeForce 3, либо GeForce 3 Ultra. Скорее

всего, число конвейеров рендеринга будет уменьшено до двух, а

также занижены частоты чипа и памяти. Если все будет именно так,

то производительность этого чипа будет немного меньше GeForce 3

Ti 200 (если NV17 будет переделкой GeForce 3) или немного выше

GeForce 3 Titanium 200 и очень близко к GeForce 3, если это будет

переделка чипа NV25. Так или иначе, данное решение будет рассчи-

тано в первую очередь на недорогие модели компьютеров.

NV25 

Весной 2002 года в свет выйдет чип, на данный момент известный

как NV25. Он будет отличаться от GeForce 3 (NV20), однако карди-
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àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó DirectX 9
àÏÂÌÌÓ ÔÓ‰ ˝ÚÛ ‚ÂÒË˛ Directï ·Û‰ÛÚ «Á‡-

ÚÓ˜ÂÌ˚» ‚ÒÂ ·Û‰Û˘ËÂ „‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ËÔ˚.

é‰Ì‡ÍÓ ˜ÚÓ Ì‡Ï ÔËÌÂÒÂÚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Ú‚Ó-

ÂÌËÂ Microsoft? èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Í‡‰Ë-

Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚÒfl ÔËÍ-

ÒÂÎ¸Ì˚Â ¯ÂÈ‰Â˚. ÇÂ¯ËÌÌ˚Â ¯ÂÈ‰Â˚

Ú‡ÍÊÂ ÔÂÚÂÔflÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ıÓÚfl Ë ÌÂ Ú‡-

ÍËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Í‡Í ÔËÍÒÂÎ¸Ì˚Â. í‡ÍÊÂ

ËÁÏÂÌËÚÒfl flÁ˚Í, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔË¯ÛÚÒfl ¯ÂÈ-

‰Â˚ ‰Îfl ÛÒÍÓÂÌËfl Ëı ‡Á‡·ÓÚÍË. äÒÚ‡-

ÚË, ‚ ·Û‰Û˘Ëı ‚ÂÒËflı DirectX ‚Â¯ËÌÌ˚Â

Ë ÔËÍÒÂÎ¸Ì˚Â ¯ÂÈ‰Â˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl Ó·˙Â-

‰ËÌËÚ¸. í‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÏÂ-

ÚÓ‰‡ FSAA. Ç DirectX 9 ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‰ÂÊË-

‚‡Ú¸Òfl Ú‡ÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Í‡Í Displacement

Mapping Ë Real Time Dynamic Shadows (‰Ë-

Ì‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ÚÂÌË ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË). 

ÅÛ‰ÂÚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÌÓ‚˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ

‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓfl‰Í‡ (ÔÓÍ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó

ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ R-Patch). ÑÓ·‡‚ËÚÒfl 64-·ËÚÌ˚È

ˆ‚ÂÚ (18446744073709551616 ˆ‚ÂÚÓ‚).

í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˆ‚ÂÚÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl

ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı, ·ÓÎÂÂ Â‡ÎËÒÚË˜Ì˚ı ˝Ù-

ÙÂÍÚÓ‚. ÅÂÚ‡-ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰Ó‡·ÓÚÍ‡

DirectX 9 ÛÊÂ Ë‰ÂÚ ÔÓÎÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ. Ç ‰‡Ì-

Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ˝ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ËÁ-

‚ÂÒÚÌÓ Ó ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËflı ‚ DirectX 9. é‰Ì‡-

ÍÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ë Ó ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ú‡È-

ÎÓ‚ÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÂÌ‰ÂËÌ„‡. ùÚ‡ ‡ıË-

ÚÂÍÚÛ‡, ÔÓ ÒÛÚË ‰ÂÎ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ

Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl

ÚÂıÏÂÌ˚ı ÛÒÍÓËÚÂÎÂÈ. à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ,

ÂÒÎË ÒÂ‰Ë ˜ËÔÓ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl

·ÓÎÂÂ ËÎË ÏÂÌÂÂ ·˚ÒÚ˚Ï ‚ Ë„Ó‚˚ı ÔË-

ÎÓÊÂÌËflı ·˚Î Kyro II, ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ Ì‡Ï „ÓÚÓ-

‚ËÚ ÛÊÂ ‰‚‡ ˜ËÔ‡ — Columbia Ë Kyro III.

à Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚È

Ù‡ÍÚ: ÎÂÚÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Microsoft ‚

Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡ NVIDIA

‚ ‰ÓÒÚÛÔÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÛ˛

DirectX 9 API.

äÓÓÚÍÓ Ó ÌÓ‚ÓÏ API ÓÚ Microsoft

»
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нальных перемен ждать не следует. Из нео-

фициальных и официальных источников о

нем стали известны такие детали:

3 число конвейеров рендеринга — 4;

3 частота ядра — 300 МГц;

3 частота памяти — 570 МГц, поддержка до

128 Мбайт памяти со временем доступа

— 3,5 нс;

3 пропускная способность шины памяти —

10,5 Гбайт/с;

3 поддержка нового алгоритма FSAA (Quin-

tex и обычный 8x);

3 технология производства — 0,13 мкм;

3 улучшенный блок T&L, появится второй

блок по обработке вершинных шейдеров;

3 поддержка технологии TwinView;

3 поддержка DirectX 8.1;

3 RAMDAC — 360 МГц.

Здесь следует оговорить несколько мо-

ментов. Возможно, что данный чипсет будет

поддерживать некоторые элементы DirectХ 9.

А вот о том, что новый алгоритм FSAA будет

поддерживаться, уже можно сказать с уве-

ренностью. Дело в том, что в игре Coman-

che 4 можно найти строки примерно следу-

ющего содержания: «…игра поддерживает

новый метод FSAA, который будет запущен

автоматически при обнаружении NV25...».

Наличие второго блока по обработке вер-

шинных шейдеров — также практически

неоспоримый факт. Судя по всему, чипсет

будет представлять собой почти точную ко-

пию того, что в данный момент уже исполь-

зуется в Xbox.

Предполагается, что на его базе будут

выпускаться платы GeForce 3 Ultra и GeForce

3 Ultra Advance. Вторая будет отличаться от

перовой наличием TV и FM-тюнеров. 

NV30

Чипсет GeForce 4 (скорее всего, именно та-

кое официальное название получит NV30)

будет представлять собой нечто совершен-

но новое. Пока заявлена следующая специ-

фикация:

3 частота ядра — 315 МГц;

3 технология производства — 0,13 мкм;

3 частота памяти — 644 МГц, DDR SDRAM,

время доступа 3,1 нс;

3 поддержка до 128 Мбайт памяти;

3 новый RAMDAC, частота 360 МГц;

3 nFinite FX Engine 2 — новый блок T&L,

пиксельные и вершинные шейдеры вер-

сии 2.0;

3 поддержка технологии B.O.D.E;

3 поддержка новых методов FSAA (улуч-

шенный Quitex и обычный 10x);

3 6 конвейеров рендеринга;

3 поддержка вывода изображения на два

монитора (TwinView);

3 новый алгоритм анизотропной фильтра-

ции;

3 512-битное графическое ядро;

3 пять блоков по обработке вершинных

шейдеров.

Несколько расшифровок и замечаний.

Технология B.O.D.E., судя по всему, пред-

ставляет собой нововведение DirectX 9.

Расшифровывается это сокращение как

Body Object Design Environment — техно-

логия, благодаря которой GPU будет опре-

делять, с каким именно объектом он имеет

дело, — рука, нога, дерево, дом и т. п. Как

видно, существенной переработке подверг-

ся и блок nFinite FX Engine, который полу-

чил название nFinite FX Engine 2, в два раза

увеличилась разрядность графического яд-

ра и добавилось четыре блока по обработ-

ке вершинных шейдеров. В общем, полная

«заточка» под DirectX 9.

Да, обычному пользователю будет очень

непросто разобраться, какой GeForce 3 ку-

пить: GeForce 3 MX, GeForce 3 Ti 200, GeForce 3,

GeForce 3 Ti 500 или же GeForce 3 Ultra. 

èÎ‡Ì˚ ATI
В последнее время ATI сдает позиции на

рынке чипов для компьютеров класса desk-

top, зато до сих пор остается лидером на

рынке графических процессоров для ноут-
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èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡Ú˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ÌÓ Ë ÒÚÓflÚ...

çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë„˚

èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â „‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ËÔ˚ ‚ ÓÒ-

ÌÓ‚ÌÓÏ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ c OpenGL.

ÑÎfl ÌËı ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ·ÓÎÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚Â ‰‡È‚Â˚. éÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú ·ÓÎÂÂ ‚ÌÛ¯Ë-

ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ÌÂÊÂÎË Ë„Ó-

‚˚Â ˜ËÔ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚-

ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓ-

ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ˜ËÔ˚ ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡

‰‚‡ ÍÎ‡ÒÒ‡: ˜ËÔ˚ Ò ÔÂÂ‰ÂÎ‡ÌÌ˚Ï Ë„Ó‚˚Ï

fl‰ÓÏ Ë ˜ËÔ˚ ÒÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì-

Ì˚Ï ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï fl‰ÓÏ. ä ÔÂ‚˚Ï

ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ú‡ÍËÂ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Í‡Í FireGL

8800 Ì‡ ·‡ÁÂ Radeon 2, ËÎË Quadro DDC,

·‡ÁËÛ˛˘ËÈÒfl Ì‡ ÒÎÂ„Í‡ ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡Ì-

ÌÓÏ fl‰Â GeForce 3, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸

Ó·˚˜Ì˚È GeForce 3 ‚ Quadro DDC ÌÂ ÒÓÒÚ‡-

‚ËÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ÚÛ‰‡. é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÎË Â-

ÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÚÂÒÚÓ‚, ˝ÚËÏ ˜ËÔ‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ

ÒÓÔÂÌË˜‡Ú¸ Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚-

ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. óËÔ˚ ÔÂ‚Ó„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ÔÂ‰-

Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl low-end ‡·Ó˜Ëı ÒÚ‡ÌˆËÈ Ë Ò

·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡ÚflÊÍÓÈ ‰Îfl middle-end. ÑÎfl high-

end ‡·Ó˜Ëı ÒÚ‡ÌˆËÈ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ËÔ˚

‚ÚÓÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡. é‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ Ì‡ ˚ÌÍÂ

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı „‡ÙË˜ÂÒÍËı Í‡Ú fl‚ÎflÂÚ-

Òfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl 3Dlabs. é‰Ì‡ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‡Á-

‡·ÓÚÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËË — ‚Ë‰ÂÓÍ‡Ú‡ Oxygen

GVX420 (ÒÚÓËÚ ÓÌ‡ ÓÍÓÎÓ $2000). éÌ‡ Ó·Î‡-

‰‡ÂÚ 256-·ËÚÌÓÈ ¯ËÌÓÈ Ó·ÏÂÌ‡ ‰‡ÌÌ˚ÏË ËÁ

Ô‡ÏflÚË Ò ˜ËÔÓÏ, ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‰Ó

16 ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò‚ÂÚ‡, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‰‚ÛÏfl VGA Ë

‰‚ÛÏfl DVI-‚˚ıÓ‰‡ÏË, ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ·ÓÚÛ

‰‚‡ ÔÓˆÂÒÒÓ‡ ‡ÒÚÂËÁ‡ˆËË Glint R4 Ë „Â-

ÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÓÔÓˆÂÒÒÓ Glint Gamma G2. 

ê‡ÁÎË˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ë Ë„-

Ó‚˚ÏË ‚Ë‰ÂÓÍ‡Ú‡ÏË Ú‡ÍÊÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ıÓÓ-

¯Ó Á‡ÏÂÚÌ˚ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‰‡È‚ÂÓ‚. ÇÁflÚ¸ ıÓ-

Úfl ·˚ Open GL ICD. ä‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ò‡ÏÓ ÔÓÌfl-

ÚËÂ API ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÔÓ

Ó·Î‡ÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ

‚ÒÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÒÎÓÊÌÂÈ. í‡Í, ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË Ë„-

Ó‚˚ı ‡ÍÒÂÎÂ‡ÚÓÓ‚ ÎË·Ó ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚‚Ó‰flÚ

ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ˜‡ÒÚË ÙÛÌÍˆËÈ, ÎË·Ó Ú‡Í‡fl ÔÓ‰-

‰ÂÊÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒ-

Ú‡‚ÎflÂÚ ÊÂÎ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â„Ó. ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-

Ì˚ÏË Í‡Ú‡ÏË ‰ÂÎÓ Ó·ÒÚÓËÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ-‰Û-

„ÓÏÛ. ÑÎfl ÌËı ÔË¯ÛÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

‰‡È‚Â˚. é˜ÂÌ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÚÒfl

ÓÍÓÌÌ˚È ÂÌ‰ÂËÌ„, ÂÒÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ‡fl ÔÓ‰-

‰ÂÊÍ‡ ÏÌÓ„ÓÔÓˆÂÒÒÓÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.

é‰Ì‡ÍÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-

Ì˚Â Í‡Ú˚ ·Û‰ÛÚ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ıÓÓ¯Û˛

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ Ë„Ó‚˚ı ÔËÎÓÊÂ-

ÌËflı. á‡˜‡ÒÚÛ˛ ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. ÇÂ‰¸ ‚ ÔÓÙÂÒÒË-

ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „‡ÙËÍÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎfl-

ÂÚÒfl Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÚÂıÏÂÌÓÈ ÒˆÂÌ˚. àÌÊÂÌÂÛ

‚‡ÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÓ˜ÌÛ˛ ÍÓÔË˛ ÏÓ-

‰ÂÎË, ÌÂÊÂÎË Ì‡ÚflÌÛÚ¸ Ì‡ ÌÂÂ Í‡ÒË‚˚Â ÚÂÍ-

ÒÚÛ˚. èÓ˝ÚÓÏÛ Ú‡ÍËÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ „Ó-

‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎË„ÓÌÓ‚, ‡ÁÏÂ

ÊÂ Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ˚ı ÚÂÍÒÚÛ — ÏÂÌ¸¯Â.

àÏÂÌÌÓ ÔÓ ˝ÚËÏ ÔË˜ËÌ‡Ï ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó

ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˜ËÔÓ‚ ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚ ‚ Ë„-

Ó‚˚ı ÔËÎÓÊÂÌËflı, „‰Â ÏÓ‰ÂÎË ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ

ÏÂÌ¸¯Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎË„ÓÌÓ‚, Á‡ÚÓ Ì‡ ÌËı Ì‡-

ÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ·ÓÎÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÂÍÒÚÛ˚.



буков. В данный момент известно о разра-

ботке двух новых чипов.

R300

Естественно, главный конкурент компании

NVIDIA не дремлет и уже ведет активную

разработку чипа, который будет поддержи-

вать DirectX 9. Пока известны следующие

характеристики:

3 технология производства — 0,15 мкм;

3 частота ядра — 350 МГц;

3 число конвейеров рендеринга — 4 или 8;

3 число текстурных блоков на каждом кон-

вейере — 2 или 4;

3 частота и тип памяти — 800 МГц DDR SDRAM;

3 пропускная способность шины обмена па-

мяти с чипом — 12 Гбайт/с;

3 поддержка TRUFORM, два блока по работе

с TRUFORM;

3 поддержка новых версий пиксельных и

вершинных шейдеров;

3 поддержка вывода изображения на два

монитора (HydraVision);

3 поддержка DirectX 9;

3 поддержка технологии HyperZ 3;

3 поддержка до 256 Мбайт памяти;

3 четыре блока по работе с вершинными

шейдерами;

3 Pixel Fillrate — 2,8 млн пикселей / с;

3 Texel Fillrate — 8,4 млн текселей / с;

3 поддержка как 128, так и 256-битной шины

обмена данными между памятью и чипом;

3 примерная дата анонса — весна 2002.

Как видно, чип обладает несколько заоб-

лачными характеристиками, хотя специфика-

ция взята из официального roadmap ATI. Ско-

рее всего, количество конвейеров рендерин-

га и текстурных блоков окажется таким же,

как и на NV30, а дата анонса отодвинется до

лета-осени 2002. Также в планах компании

числится выпуск урезанных версий R300:

RV300 и RL300. Оба этих чипа будут выпус-

каться по 0,15-мкм технологии производства,

поддерживать HydraVision, и их ядро будет

работать на частоте больше 300 МГц. Отли-

чаться от старшего брата они будут умень-

шенным числом конвейеров рендеринга.

RV250

Скорее всего, Radeon 8500 не сможет кон-

курировать по производительности с NV25.
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àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˜ËÔ˚ ÔËÁ‚‡Ì˚ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚

ÇË‰ÂÓÛÒÍÓËÚÂÎ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‰‡ÓÏ 

àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÂ ÔÎ‡Ú˚

„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ËÔ˚ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ‰Îfl ÒËÒ-

ÚÂÏ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡ÊÌ‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯‡fl ÒÚÓË-

ÏÓÒÚ¸. ä ÔËÏÂÛ, ÓÙËÒÌ˚Â Â¯ÂÌËfl. ÖÒÎË

˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Mic-

rosoft Office ËÎË ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ, ÂÏÛ ÒÓ‚Â-

¯ÂÌÌÓ ÌÂ‚‡ÊÌÓ, Í‡Í‡fl ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Û Í‡Ú˚ ‚ ÚÂıÏÂÌ˚ı ÔËÎÓÊÂ-

ÌËflı. á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÂ ÔÎ‡Ú˚ Ò ËÌÚÂ„-

ËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË „‡ÙË˜ÂÒÍËÏË ˜ËÔ‡ÏË ÒÚÓflÚ

‰Â¯Â‚ÎÂ, ÌÂÊÂÎË Ï‡ÚÂËÌÒÍ‡fl ÔÎ‡Ú‡ Ë ‚Ë-

‰ÂÓÍ‡Ú‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ. 

äÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÛÊÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰‡‚ÌÓ

Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚˚ÔÛÒÍÓÏ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, —

·˚‚¯‡fl S3 Inc., ‡ Ì˚ÌÂ S3Graphics/VIA.

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˜ËÔ˚ ·‡ÁË-

Û˛ÚÒfl Ì‡ ÛÂÁ‡ÌÌÓÈ ‚ÂÒËË Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó

„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó fl‰‡, ˜ÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÍ‡-

Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡ Ô‡Í-

ÚËÍÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÎÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÔËÏÂÌÂÌËÂ

‰Îfl Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ. èÓÍ‡ ÓÌË ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ÎË¯¸

‰Îfl ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ÓÚÎË-

˜‡˛ÚÒfl ÓÒÓ·ÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ 3D-

ÔËÎÓÊÂÌËflı Ë ıÓÓ¯ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ 2D. èÓ-

˝ÚÓÏÛ ‰‡ÊÂ ‚ ÓÙËÒ‡ı ·ÓÎÂÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸-

Ì˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ ·Û‰ÂÚ ÎË·Ó ‚Ë‰ÂÓÍ‡Ú‡ ÓÚ

Matrox, ÎË·Ó Ó·˚˜Ì˚È GeForce 2 MX.

ëÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ë NVIDIA Ì‡˜‡Î‡ ÔÓËÁ‚Ó-

‰ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ˜ËÔÒÂÚ Ò ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ „‡-

ÙËÍÓÈ — nForce, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó ˜ËÔ‡ı ˝ÚÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡. èÓ

Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ ÚÂıÏÂÌ˚ı ÔË-

ÎÓÊÂÌËflı Û nForce 420 (ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÂ

fl‰Ó GeForce 2 MX) ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í ÔÓËÁ-

‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Í‡ÚÓÈ

GeForce 2 MX. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÒËÚÛ‡ˆËfl ÒÚ‡ÌÂÚ

Â˘Â ÎÛ˜¯Â Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ nForce ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó

ÔÓÍÓÎÂÌËfl — Ì‡ ·‡ÁÂ GeForce 3 MX, Ë ÔÓ-

ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-

ÍË ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‚ÌÂ¯ÌËÏ GeForce 3 MX. 

ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ò ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÂ„ËÓ-

‚‡ÌÌ˚ı ˜ËÔÓ‚, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „‡ÙË˜ÂÒÍËı,

ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ fl‰ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ-

·ÎÂÏ. ç‡ÔËÏÂ, ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë„˚ Coun-

ter-Strike 1.3 Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ò ËÌÚÂ„ËÓ-

‚‡ÌÌ˚Ï Á‚ÛÍÓÏ Creative 5880 (˜ËÔÒÂÚ i815)

‚ Ë„Â ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓÔ‡‰‡Î

Á‚ÛÍ. êÂ¯ËÚ¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÏÌÂ Û‰‡-

ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ‰‡È‚Â˚ ÓÚ Creative

5808. 

ë‚flÁ‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ò ˜¸Ë-

ÏË-ÚÓ ÌÂ‰Ó‡·ÓÚÍ‡ÏË. ÇÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÌÂÒÓ-

‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒ˜ÂÁ-

ÌÛÚ¸, Ú‡Í Í‡Í ‚ÒÂ ÛÊÂ «ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌÓ», Á‡ ‚ÒÂ

ÙÛÌÍˆËË ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ó‰ËÌ Ì‡·Ó ÏËÍÓÒıÂÏ.

é‰Ì‡ÍÓ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ÒÂ ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌÌ˚Â

ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ ÌÂ ÔÓıÓ‰flÚ ‰ÓÎÊÌÓÈ ÔÓ‚Â-

ÍË, ËÎË ÊÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓfl‚ÎflÚ¸-

Òfl ‚ ÌÓ‚˚ı ÔËÎÓÊÂÌËflı. ÇÓÚ ÚÛÚ-ÚÓ Ë ‚ÒÔÓ-

ÏËÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ «ÒÍÛÔÓÈ ÔÎ‡ÚËÚ ‰‚‡Ê‰˚». à

‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÎË·Ó ‚ÓÁËÚ¸Òfl Ò

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï, ÎË·Ó Ë‰ÚË ‚ ·ÎË-

Ê‡È¯ËÈ Ï‡„‡ÁËÌ Á‡ ÌÓ‚ÓÈ ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÚÓÈ,

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡ÚÓÈ Ë ËÏ ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ-

‚‡Ï.

1 éÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË NVIDIA

»

1 åÌÓ„ÓÎËÍËÈ GeForce 4

GeForce 4
Ti 1000

GeForce 4
Ti 500

GeForce 4
MX Pro
(MX 460)

GeForce 4
MX 440

GeForce 4
MX 420

ó‡ÒÚÓÚ‡ fl‰‡, åÉ̂
ó‡ÒÚÓÚ‡ Ô‡ÏflÚË, åÉ̂
òËËÌ‡ ¯ËÌ˚ Ó·ÏÂÌ‡
‰‡ÌÌ˚ÏË ÏÂÊ‰Û
Ô‡ÏflÚ¸˛ Ë ˜ËÔÓÏ, ·ËÚ
íËÔ Ô‡ÏflÚË
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
Ô‡ÏflÚË, å·‡ÈÚ

300 275 300 275 250
700 600 550 400 166

128 128 128 128 128/64
DDR DDR DDR DDR SDR

128 128 64 64 64
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Поэтому для конкурентной борьбы с NVIDIA

ATI разрабатывает еще один чип, известный

в данный момент как RV250. По предвари-

тельным данным, он будет обладать следую-

щими параметрами:

3 частота ядра — 300 МГц;

3 частота памяти — 500 МГц;

3 поддержка как 128-битной, так и 64-бит-

ной шины обмена данными между памя-

тью и чипом;

3 число конвейеров рендеринга — 4;

3 число блоков текстурирования на каждом

конвейере — 3;

3 поддержка DirectX 8.1;

3 один блок по обработке вершинных шей-

деров;

3 один блок TRUFORM;

3 Pixel Fillrate — 1,2 млн пикселей / с;

3 Texel Fillrate — 3,8 млн текселей / с;

3 поддержка технологии HyperZ 2.

Как видно, спецификации NV25 и RV250

практически одинаковы, а значит, намеча-

ется довольно кровопролитная конкурент-

ная борьба. Также не следует забывать, что

все чипы ATI, вышедшие за последнее вре-

мя, и те, которые выйдут в будущем, под-

держивают технологию MAXX (благодаря ей

два одинаковых чипа могут работать парал-

лельно). То есть, возможно, в свет все же

выйдет двухчиповый Radeon 2 или Radeon 3.

Ориентировочная дата анонса RV250 —

март 2002 года.

Также появилась информация, что в фе-

врале 2002 года ATI представит новые кар-

ты на базе Radeon 2 — Radeon 8800 и Ra-

deon 8700 (не путать с FireGL 8800 и FireGL

8700). На первой кар-

те будет установлено

128 Мбайт памяти, ча-

стота чипа и памяти

составят 300 МГц.

Карта Radeon 8700

будет отличаться

лишь уменьшенным

до 64 Мбайт объемом

памяти.

PowerVR 
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ 
Ò STMicroelectronics
Компания PowerVR прославилась разра-

боткой продуктов, обладающих карди-

нальными архитектурными отличиями от

чипов конкурирующих компаний, а имен-

но тайловой архитектурой. Производи-

тельность Kyro была еще недостаточной, а

Kyro II уже составил достойную конкурен-

цию серии GeForce 2 MX и даже GeForce 2

GTS. А между тем, в недрах компании раз-

рабатываются чипы двух следующих поко-

лений.

Kyro III (PowerVR Series IV, STG5500,

STG5000)

На данный момент об этом чипе довольно

много противоречивой информации. По по-

следней информации, Kyro III будет иметь

следующую спецификацию:

3 технология производства — 0,13 мкм;

3 частота ядра — 250 МГц;

3 частота и тип памяти — 500 МГц DDR

SDRAM, до 64 Мбайт;

3 разрядность шины обмена данными меж-

ду памятью и чипом — 128 бит;

3 пропускная способность шины обмена дан-

ными между памятью и чипом — 8 Гбайт/с;

3 сопроцессоры по обработке вершинных и

пиксельных шейдеров;

3 традиционная для чипов PowerVR тайло-

вая архитектура;

3 аппаратный блок T&L;

3 четыре конвейера с одним блоком тексту-

рирования на каждом;

3 Pixel fillrate — 1 млн пикселей / с;

3 Texel fillrate — 1 млн текселей / с;

3 технология BIST — Build in Self Test —

диагностика чипа после выпуска для про-

верки корректной функциональности

всех заявленных технологий;

Следует заметить, что из неофициальных

источников стало известно о двух чипах

четвертой серии: STG5500 и STG5000. Ско-

рее всего, STG5500 будет более быстрым ва-

риантом STG5000. Однако следует заметить

следующее: возможно, что Kyro III будет
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åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ˜ËÔ˚ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ı

ÇË‰ÂÛÒÍÓËÚÂÎ¸ ‚ ‰ÓÓ„Û

åÓ·ËÎ¸Ì˚Â „‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ˜ËÔ˚ ‡Á‡·‡Ú˚-

‚‡˛ÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚, „‰Â ‚

ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚‡ÊÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ˝ÌÂ„Ó-

ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÔË ‡·ÓÚÂ ÓÚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚.

ä‡Í Ë ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˜ËÔ˚, ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â

Ú‡ÍÊÂ ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÛÂÁ‡ÌÌÓÈ ‚ÂÒËË

„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó fl‰‡ ‰Îfl desktop-ÒËÒÚÂÏ.

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ˝ÚÓ ‰Îfl ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ˝ÌÂ„ÓÔÓ-

ÚÂ·ÎÂÌËfl, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍËÚË˜Ì˚ı Ô‡-

‡ÏÂÚÓ‚ ‰Îfl ÌÓÛÚ·ÛÍ‡. àı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ‚˚¯Â ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı, ÌÓ ‰Ó ÛÓ‚-

Ìfl Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ËÏ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ

Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÎÂÍÓ. ÇÒÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ˜ËÔ˚

‰‡ÌÌÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ó·Î‡‰‡˛Ú

ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË, ·Î‡„Ó‰‡fl

ÍÓÚÓ˚Ï Ëı ‡·Ó˜‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÔË ‡·ÓÚÂ ÓÚ

‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ÔË ‡·ÓÚÂ ÓÚ ÒÂ-

ÚË. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡ÏË Ì‡ ˝ÚÓÏ ˚Ì-

ÍÂ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ fl‚Îfl˛ÚÒfl ATI Ë

NVIDIA, ÔË˜ÂÏ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó ÔÓÍ‡ Á‡ ATI.

é‰ÌËÏË ËÁ ÔÂ‚˚ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓËÁ-

‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı „‡ÙË˜ÂÒÍËı ˜ËÔÓ‚ Ò ÙÛÌÍˆË-

flÏË 3D-ÛÒÍÓÂÌËfl ‰Îfl ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚ fl‚Îfl˛ÚÒfl

Savage MX Ë Rage Mobility. Ç ‰‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏfl

Á‡ Ô‡‚Ó ·˚Ú¸ ÎÛ˜¯ËÏË ·Ó˛ÚÒfl NV17M ÓÚ

NVIDIA, ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚È

Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Comdex Fall 2001, Ë Mobility

Radeon 7500. í‡ÍÊÂ ATI ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÓÙÂÒ-

ÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÂÒË˛ ˝ÚÓ„Ó ˜ËÔ‡ — Mobility

FireGL 7800. èÓÒÚÓflÌÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ë

Ó·˙ÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏÓÈ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡-

ÏflÚË ‚ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ı: ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ Savage-

MX ÓÌ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡Î 8 å·‡ÈÚ, ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌ

ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÊÂ 64 å·‡ÈÚ.
1 åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ˜ËÔ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ NVIDIA

Ë ATI

7 èËÏÂ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËfl ÔËÍ-
ÒÂÎ¸Ì˚ı
¯ÂÈ‰ÂÓ‚
‚ÂÒËË 1.4
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поддерживать DirectX 9, так как для чипа,

ориентированного только на DirectX 8, Kyro

III имеет слишком позднюю дату анонса.

Или же этот чип будет поддерживать Direc-

tX 8.1 и по скорости сможет конкурировать

с NV25 и RV250. По словам представителей

из PowerVR, Kyro III будет в четыре раза бы-

стрее Kyro II.

В качестве аппаратного блока T&L, ско-

рее всего, будет использован блок под ко-

довым названием Elan, который также на-

ходится в разработке. По предварительным

данным, он сможет обрабатывать 10 млн

треугольников / с.

Кроме этого, все чипы от PowerVR, начи-

ная с Kyro III, скорее всего, будут поддер-

живать технологию, аналогичную техноло-

гии MAXX от ATI. Также не исключен и тот

факт, что FSAA на карте с чипом Kyro III не

будет приводить к снижению скорости в

играх. 

Как видно из официальных планов ком-

пании, в данный момент в разработке нахо-

дятся чипы пятого поколения, но о них пока

почти ничего не известно. 

èÎ‡Ì˚ S3Graphics
Компания S3 всегда славилась недорогими

и в тоже время довольно производительны-

ми продуктами. Около года назад S3 распа-

лась на несколько отдельных компаний.

Графическое подразделение было куплено

компанией VIA и стало называться S3Grap-

hics. В данный момент S3Graphics разраба-

тывает несколько чипов для ноутбуков и

компьютеров класса desktop.

Columbia

Данный чипсет ориентирован на DirectX 9,

поэтому его анонс состоится никак не рань-

ше конца весны этого года. Пока о нем из-

вестна следующая информация:

3 технология производства — 0,13 мкм;

3 частота ядра — 300 или 350 МГц в зави-

симости от версии чипа;

3 частота и тип памяти — 600 МГц, DDR

SDRAM;

3 полная поддержка DirectX 9;

3 разрядность шины обмена данными из

памяти с чипом — 128 бит;

3 четыре конвейера рендеринга;

3 два текстурных блока на каждом конвейере;

3 предполагается, что чип будет поддержи-

вать полностью программируемый тайло-

вый рендеринг;

3 примерная дата появления инженерных

образцов — 2–3 квартал 2002 года;

3 примерная дата появления карт в рознич-

ной продаже — 4 квартал 2002.

На данный момент это вся информация,

которую нам удалось найти об этом чипе.

Учитывая тот факт, что количество конвейе-

ров рендеринга у этого Columbia меньше,

чем у аналогичных чипов других компаний,

можно предположить следующее: либо

S3Graphics таким способом пытается выиг-

рать ценовую борьбу, либо количество кон-

вейеров рендеринга увеличится. Однако ес-

ли чипсет будет обладать тайловой архитек-

турой рендеринга, то это объяснит многое.

Стоит вспомнить Kyro II, который по харак-

теристикам уступал GeForce 2 GTS в два раза,

стоил дешевле, но именно благодаря под-

держке тайлового рендеринга работал прак-

тически на равных с ним. Также стоит отме-

тить, что чип Columbia будет выпускаться в

двух вариантах — IX и MX, обладающих раз-

ными частотными характеристиками.

Zoetrope

Данный чип предназначается как для интег-

рированного рынка и рынка ноутбуков, так

и для недорогих desktop-систем. На данный

момент заявлена следующая спецификация:

3 технология производства — 0,15 мкм;

3 частота ядра — 166 МГц;

3 два конвейера рендеринга;

3 два текстурных блока на каждом конвейере;

3 аппаратный блок T&L;

3 64/128-битная шина обмена данными из

памяти с чипом;

3 поддержка FSAA.

Как видно из спецификации, Zoetrope

будет довольно неплохим решением для но-

утбуков. На рынке desktop-систем он также

может занять свою нишу из-за довольно со-

вершенного технологического процесса,

вследствие чего чипсет может работать на

более высоких частотах, чем заявлено в

спецификации. Zoetrope будет также выпус-

каться в нескольких вариантах.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
На графическом рынке наметилась очеред-

ная глобальная смена поколений, которая

сравнима с переходом от TNT2 на GeForce

256. Намечается и усиление конкуренции в

связи с выходом на рынок игровых high-

end видеокарт еще двух разработчиков —

PowerVR и S3Graphics. А это должно привес-

ти к снижению цен, ведь сразу после выхо-

да Radeon 8500 цены на видеокарты серии

GeForce 3 резко поползли вниз. Новые ви-

деокарты несут нам очередное улучшение

качества картинки в играх. DOOM 3 уже не

за горами. Рынок графических чипов для

ноутбуков на данный момент представляет

собой как бы точную копию рынка desktop-

чипов, с откатом на одно поколение назад.

То есть, когда выйдет GeForce 4 для на-

стольных компьютеров, в ноутбуках по-

явится GeForce 3 и т. д. Почти такая же кар-

тина наблюдается и на рынке интегриро-

ванных графических чипов.

Однако ни ATI, ни NVIDIA пока не могут

выпустить продукты, которые будут на рав-

ных конкурировать с профессиональными

решениями 3Dlabs.

Алексей Мирошниченко
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